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证券研究报告·行业动态 

周报：长江存储启动 IPO 辅导，

MLCC 价格有望迎来反转 
 

核心观点 

半导体：英特尔或借 EMIB-T 打入英伟达供应链；高端需求扩张

与消费类渠道囤购升温有望催化 MLCC 价格反转；ADI 拟收购

Empower；长江存储启动 IPO 辅导；苹果硬件团队进行第二轮重

组；俄罗斯联邦储蓄银行拟采购中国 AI 芯片；AMD 计划在中国

台湾投资超 100 亿美元；消息称台积电推进 310×310 毫米面板级

封装。 

消费电子：五一期间中国智能手机销量下降 16%；2026 年 Q1 东

南亚智能手机市场平均售价同比大增 19%。 

汽车电子：中国汽车零部件已渗透美国市场；禾赛成为奔驰 L3 激

光雷达战略合作伙伴，将于泰国工厂投产。 

行业动态信息 

1、半导体：长江存储启动 IPO 辅导；高端需求扩张与消费类渠

道囤购升温有望催化 MLCC 价格反转。  

据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办

理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信

证券。据路透社此前报道，长江存储计划最快在 2026 年 6 月中旬

正式递交科创板 IPO 申请材料。长江存储 2026 年第一季度营收突

破 200 亿元人民币，同比增长约 100%。强劲的业绩增长主要受益

于全球存储芯片市场，特别是 AI 驱动下的数据中心需求爆发。 

根据 TrendForce 调查，旺盛的 AI 芯片需求导致高端 MLCC 供需

偏紧，并压缩消费类 MLCC 供货，促使部分代理商展开预防性囤

购，供应商则以调价回应。近期 ODM 与供应商议价结果也显

示，整体 MLCC价格平均降幅创下近三年新低，显示 MLCC 价格

循环已来到反转向上的关键点。根据TrendForce调查，部分 ODM

已于 5 月上旬完成 2026 年第三季议价。在供应链涨价氛围带动

下，整体 MLCC价格平均降幅不到 0.5%，创近三年新低，充分反

映卖方定价话语权正显著回升。随着多数 ODM 从 5 月下旬起陆续

展开新一轮议价，目前的氛围是否能催化 MLCC 价格全面反转，

将成为后续观察重点。TrendForce 表示，当前高端 MLCC 受 AI 

Server 及 ASIC封测订单驱动，供给偏紧，短期内难以改善；消费

类产品方面则因 Taiyo Yuden 已涨价、SEMCO 评估跟进，价格底

部支撑逐步成形。后续村田和 SEMCO 的定价表态、下半年 AS IC

订单实际放量规模，以及 ODM 新一轮议价结果，将共同决定这

一波价格反转的力道与持续性。 

2、消费电子：五一期间中国智能手机销量下降 16%。 

市调机构 Counterpoint Research 近日发布的《中国智能手机周报》

显示，2026 年五一假期前后两周（包括第 18 周和第 19 周），中

国智能手机销量同比下降 16%，主要原因是内存价格上涨推高了 
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智能手机价格，抑制了消费者的升级换代需求 。此外，由于厂商更加注重盈利而非单纯追求销量，假期期间的

促销力度也弱于往年。从厂商表现来看，华为继续领跑中国智能手机市场。 畅享 90 Pro Max 凭借其卓越的续

航能力和极高的性价比，表现尤为强劲。配合稳定的定价策略，华为自 4 月以来一直保持着 25%以上的周销量

市场份额。苹果的销售正受到季节性因素的影响，竞争对手通常会在四月份推出更强劲的新品。iPhone 17 系列

在经历了六个月的强劲销售后，需求正进入一个更为正常的阶段。 

3、汽车电子：禾赛成为奔驰 L3 激光雷达战略合作伙伴，将于泰国工厂投产。 

5 月 19 日，全球化智能科技企业、三维感知技术领导者禾赛科技（NASDAQ: HSAI；HKEX: 2525）宣布，据

公司 Q1 财报，禾赛成为梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）的激光雷达战略合作伙伴，并被确认为其 L3 级自动

驾驶车型的供应商。此次签署的新供应协议将全面支持奔驰在欧洲及中国市场的车型项目，所需产能将由禾赛

新落成的泰国“伽利略”制造中心提供坚实保障。 

4、投资建议： 

半导体：算力芯片（海光信息、龙芯中科）、存储（兆易创新）、AIoT（晶晨股份）、射频（唯捷创芯、卓胜微）、

CIS（豪威集团）、模拟（圣邦股份、芯海科技）、设备（长川科技）； 

消费电子：立讯精密、长盈精密、水晶光电、华勤技术； 

PCB及被动元件：鹏鼎控股、东山精密、深南电路、三环集团、顺络电子、洁美科技。 

5、风险提示：  

未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；

宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求

不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势

复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结

构，存在国际政治经济形势风险。 
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一、行情回顾 

图表1： 电子行业重要指数涨跌幅情况 

 
资料来源：Wind，中信建投 

 

图表2： 电子行业每周股价涨幅前十五名 

 
资料来源：Wind，中信建投 

 

图表3： 电子行业每周股价跌幅前十五名 

 
资料来源：Wind，中信建投 

  

代码 名称 周报点 周涨跌幅 月涨跌幅 年涨跌幅

000001.SH 上证指数 4112.90 -0.54% 0.02% 3.63%

399001.SZ 深证成指 15597.30 0.23% 3.24% 15.32%

399006.SZ 创业板指 3938.50 0.24% 7.11% 22.96%

000300.SH 沪深300 4845.10 -0.30% 0.79% 4.65%

801080.SI 电子(申万) 9592.34 6.56% 18.30% 46.35%

SOX.GI 费城半导体指数 12202.54 5.30% 16.17% 72.28%

TWSE020 台湾电子指数 2752.45 3.01% 10.21% 58.42%

TWSE071 台湾半导体指数 1444.10 1.55% 10.93% 57.43%
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二、行业数据 

图表4： 日本半导体设备出货金额及同比 图表5： 全球半导体月度销售额  

  
资料来源：Wind，中信建投 资料来源：Wind，中信建投 

 

图表6： DDR4 价格走势（16Gb，USD） 图表7： DDR5 价格走势（16Gb，USD） 

  
资料来源：CFM，中信建投 资料来源：DRAMexchange，中信建投 

 

图表8： Flash Wafer 价格走势（512Gb TLC，USD） 图表9： Flash Wafer 价格走势（1Tb TLC，USD） 

  
资料来源：CFM，中信建投 资料来源：CFM，中信建投 
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图表10： 全球智能手机市场各品牌份额 图表11： 中国智能手机市场各品牌份额 

  
资料来源：IDC，中信建投 资料来源：IDC，中信建投 

 

图表12： 2025 年及 2026 年中国智能手机市场各品牌周度出货量（千台） 

 
资料来源：BCI，中信建投 

 

图表13： 全球液晶电视面板月度出货量 图表14： 全球液晶面板月度营收  

  
资料来源：Wind，中信建投 资料来源：Wind，中信建投 
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图表15： TV 面板价格趋势 

 

资料来源：群智咨询，中信建投 

 

图表16： Monitor 面板价格趋势 图表17： Notebook 面板价格趋势 

  
资料来源：群智咨询，中信建投 资料来源：群智咨询，中信建投 

 

图表18： 台股 MLCC 月度营收及同比 

 
资料来源：Wind，中信建投 
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三、产业要闻 

3.1半导体 

【英特尔或借 EMIB-T 打入英伟达供应链】瑞银（UBS）近日发布研报指出，英特尔有望借 EMIB-T（嵌入式

多芯片互连桥）先进封装切入英伟达 Rubin Ultra 供应链。瑞银判断，英伟达到 2027 年前后的毛利率，大体可

维持在约 75%区间。与此同时，利润空间会在一定程度上受到 Rubin 产品组合影响，尤其取决于 Rubin Ultra 是

否会同时提供 2芯片和 4 芯片两个版本。其中，4芯片版被认为较可能采用英特尔 EMIB-T。不过，这一判断仍

属推测，不代表英伟达已经正式拍板。报道也引用其他分析称，EMIB-T 能否大规模导入，还要看基板产能与

良率表现。此前市场已有观点指出，原材料与基板生产能力，可能决定该技术能否满足当代半导体制造对规模

化的要求。（Techsugar） 

 

【TrendForce：高端需求扩张与消费类渠道囤购升温有望催化 MLCC 价格反转】根据 TrendForce 调查，旺盛

的 AI 芯片需求导致高端 MLCC供需偏紧，并压缩消费类 MLCC供货，促使部分代理商展开预防性囤购，供应

商则以调价回应。近期 ODM 与供应商议价结果也显示，整体 MLCC 价格平均降幅创下近三年新低，显示

MLCC价格循环已来到反转向上的关键点。根据 TrendForce 调查，部分 ODM 已于 5 月上旬完成 2026 年第三季

议价。在供应链涨价氛围带动下，整体 MLCC 价格平均降幅不到 0.5%，创近三年新低，充分反映卖方定价话

语权正显著回升。随着多数 ODM 从 5 月下旬起陆续展开新一轮议价，目前的氛围是否能催化 MLCC 价格全面

反转，将成为后续观察重点。TrendForce 表示，当前高端 MLCC 受 AI Server 及 ASIC 封测订单驱动，供给偏

紧，短期内难以改善；消费类产品方面则因 Taiyo Yuden 已涨价、SEMCO 评估跟进，价格底部支撑逐步成形。

后续村田和 SEMCO的定价表态、下半年 ASIC订单实际放量规模，以及 ODM 新一轮议价结果，将共同决定这

一波价格反转的力道与持续性。（Techsugar） 

 

【ADI 拟收购 Empower】据外媒报道，ADI 正与 Empower Semiconductor 公司进行深入谈判，拟以 15 亿美元

现金收购这家非上市公司。知情人士透露，最终协议尚未达成，细节可能会有所变动，谈判也可能无果。据悉，

Empower Semiconductor 总部位于美国加利福尼亚州米尔皮塔斯，主要生产用于电压调节的芯片，其产品广泛

应用于数据中心。该公司此前宣布，已完成由 Fidelity Management & Research Co.领投的 D 轮融资，融资额超

过 1.4 亿美元。（Techsugar） 

 

【长江存储启动 IPO辅导】据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，

拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为中信证券。据路透社此前报道，长江存储计划最快在 2026年 6 月中旬

正式递交科创板 IPO 申请材料。长江存储 2026 年第一季度营收突破 200 亿元人民币，同比增长约 100%。强劲

的业绩增长主要受益于全球存储芯片市场，特别是 AI 驱动下的数据中心需求爆发。（Techsugar） 

 

【苹果硬件团队进行第二轮重组】据彭博社报道称，苹果新任首席硬件官约翰尼 · 斯鲁吉（Johny Srouji）正

推动上任后的第二轮团队重组，重点是重新分配产品设计、硬件工程和关键底层技术团队的职责。在本轮调整

中，苹果公司主要产品设计原本由凯特伯杰龙（Kate Bergeron）负责，接下来将交给她的两名副手 Shelly  

Goldberg 和Dave Pakula分担。伯杰龙的新职位是接替汤姆马里布（Tom Marieb），统筹所有产品可靠性工作，

并继续负责材料使用相关团队。而马里布接任负责苹果的硬件工程部门，负责实体产品的研发、生产与品控。

（Techsugar） 
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【俄罗斯联邦储蓄银行拟采购中国 AI 芯片】据路透社报道，俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）首席执行官

German Gref 希望借助中国制造芯片，为其 AI 模型“GigaChat ”提供算力支持。俄罗斯联邦储蓄银行目前拥有

GigaChat AI 模型，该公司近年来一直在推动自主 AI 发展战略。不过俄罗斯从中国采购芯片的计划很可能面临

激烈竞争。字节跳动、阿里巴巴、腾讯等公司都在争相订购华为昇腾 950 芯片。但 Gref 并未透露俄罗斯联邦储

蓄银行具体希望采购哪款芯片。（Techsugar） 

 

【AMD 计划在中国台湾投资超 100 亿美元】AMD 承诺在中国台湾投资超过 100 亿美元，以拓展合作伙伴关系

并提升封装产能。AMD 表示，正与包括日月光科技、力成科技、新美亚电子和英业达在内的合作伙伴携手，

增强其在中国台湾地区的实力。其还将与矽品精密合作，为人工智能系统和处理器开发更节能的技术。随着人

工智能需求的增长，AMD 和其他芯片制造商正积极扩大在中国台湾的业务。中国台湾是全球半导体产业的关

键技术和制造中心，AMD 希望借此提升产能。（Techsugar） 

 

【消息称台积电推进 310×310 毫米面板级封装】TrendForce 发文称，基于德国设备商 SCHMID 透露，台积电

正推进面板级封装，重点规格为 310×310 毫米，并在同尺寸上评估玻璃材料整合。德国设备商 SCHM ID 首席

销售官 Roland Rettenmaier 表示，包括台积电、英特尔和三星在内，整个行业正逐步走向标准化，目前主流有

310×310 毫米、510×515 毫米、600×600 毫米等多种面板尺寸。（Techsugar） 

3.2消费电子 

【五一期间中国智能手机销量下降 16%】市调机构 Counterpoint Research 近日发布的《中国智能手机周报》显

示，2026 年五一假期前后两周（包括第 18 周和第 19 周），中国智能手机销量同比下降 16%，主要原因是内存

价格上涨推高了智能手机价格，抑制了消费者的升级换代需求 。此外，由于厂商更加注重盈利而非单纯追求销

量，假期期间的促销力度也弱于往年。从厂商表现来看，华为继续领跑中国智能手机市场。 畅享 90 Pro Max凭

借其卓越的续航能力和极高的性价比，表现尤为强劲。配合稳定的定价策略，华为自 4 月以来一直保持着 25%

以上的周销量市场份额。苹果的销售正受到季节性因素的影响，竞争对手通常会在四月份推出更强劲的新品。

iPhone 17 系列在经历了六个月的强劲销售后，需求正进入一个更为正常的阶段。（Techsugar） 

 

【2026 年 Q1 东南亚智能手机市场平均售价同比大增 19%】据机构 Omdia 近日统计数据表示，东南亚智能手

机市场平均售价 (ASP) 在 2026 年 Q1 出现了 19%的显著同比增幅，达到创纪录的 349 美元（现约合 2378 元人

民币）。考虑到该地区超过 60%的智能手机售价低于 200 美元，一季度的涨价对当地市场造成了严重冲击：合

计出货量仅有 2160 万部，出现 9%同比下滑。但总市场规模仍在均价的推动下实现了 8%同比增长。

（Techsugar） 

 

3.3汽车电子 

【中国汽车零部件已渗透美国市场】据《华尔街日报》报道，艾睿铂咨询公司数据显示，目前美国境内有超过

60 家汽车供应商由中国企业全资或控股持有，中国公司还在全美约 1 万家供应商中掌握了大约 5%的股权。据

CNBC 报道，福特最新款 Mustang GT 使用了中国的六速手动变速箱、丰田普锐斯插混版约有 15%的零件来自

中国、雪佛兰 Blazer 和 Equinox电动 SUV 使用了约 20%的中国零件。艾睿铂合伙人 Juergen Simon 指出，2012
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年全球汽车零部件百强中只有一家中国企业，到 2024年这一数字已增至 13家，预计到 2030年前将达到 22 家。

（Techsugar） 

 

【禾赛成为奔驰 L3 激光雷达战略合作伙伴，将于泰国工厂投产】5 月 19 日，全球化智能科技企业、三维感知

技术领导者禾赛科技（NASDAQ: HSAI；HKEX: 2525）宣布，据公司 Q1 财报，禾赛成为梅赛德斯-奔驰

（Mercedes-Benz）的激光雷达战略合作伙伴，并被确认为其 L3 级自动驾驶车型的供应商。此次签署的新供应

协议将全面支持奔驰在欧洲及中国市场的车型项目，所需产能将由禾赛新落成的泰国“伽利略”制造中心提供

坚实保障。（禾赛科技） 
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四、重要公告 

图表19： 一周重要公告 

公司名称 发布日期 公告内容 

华海诚科 2026/05/25 
公司于 2026年 5月 25日发布股东减持计划公告，公司股东天水华天科技拟通过集中竞价交易和大宗

交易方式减持其所持有的全部股份，减持股份占公司总股份比例不超过 2.4%。 

东微半导 2026/05/25 
公司于 2026年 5月 25日发布股东减持计划公告，公司股东得数聚才拟拟通过大宗交易方式减持公司

股份数量不超过 1125794 股，占公司总股本比例 0.92%。 

中微公司 2026/05/23 
公司于 2026年 5月 23日发布大股东减持股份计划公告，公司股东巽鑫投资拟通过集中竞价、大宗交

易方式减持公司股票不超过总股本的 2%。 

  

来源：Wind，中信建投 
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五、风险分析 

未来中美贸易摩擦可能进一步加剧，存在美国政府将继续加征关税、设置进口限制条件或其他贸易壁垒风险；

目前仍处于 5G网络普及阶段，相关技术成熟度还有待提升，应用尚未形成规模，存在 5G应用不及预期风险；

宏观环境的不利因素将可能使得全球经济增速放缓，居民收入、购买力及消费意愿将受到影响，存在下游需求

不及预期风险；大宗商品价格仍未企稳，不排除继续上涨的可能，存在原材料成本提高的风险；全球政治局势

复杂，主要经济体争端激化，国际贸易环境不确定性增大，可能使得全球经济增速放缓，从而影响市场需求结

构，存在国际政治经济形势风险。 
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分析师介绍 郭彦辉：电子行业分析师。复旦大学金融硕士，3 年量化选股研究，2018 及 2019 年

Wind 金牌分析师金融工程第 2 名团队成员，2021 年加入中信建投电子团队，专注研

究激光、消费电子、半导体领域。  
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